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平成 23 年 3 月期 通期連結業績予想に関するお知らせ 

 
近の業績動向を踏まえ、平成 23 年 3 月期の通期連結業績予想を下記の通りお知らせします。 

 
記 

 
平成 23 年 3 月期通期連結業績予想（平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1 株当たり

当期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円 円  銭

前 回 発 表 予 想（Ａ） 
― ― ― ― ― 

今 回 修 正 予 想（Ｂ） 20,200 △730 △1,260 △1,330 △73.17

増 減 額（Ｂ－Ａ） ― ― ― ― ― 

増 減 率（％） ― ― ― ― ― 

（ご参考）前期実績 
（平成 22 年 3 月期） 9,980 △2,867 △2,715 △2,959 △162.80

 
業績予想の概要 

半導体市場は、多機能携帯電話やタブレット型パソコン向けの需要が堅調である一方、これまで市

場を牽引してきたパソコンやデジタル家電の需要が伸び悩んでいることから、市場の成長率は鈍化

傾向にあります。このため、半導体組立装置市場においても、短期的には減速傾向が強まり、半導

体メーカー各社の投資意欲が回復するのは春以降になるものと予想されます。 
当社グループは、新製品として市場投入した LSI 用フリップチップボンダ LFB-1000、ワイドボン

ディングエリア対応ワイヤボンダ UTC-3000WE、LED 用ダイボンダ SPA-800LED など、市場の

変化と多様な顧客ニーズに対応する製品を開発、販売することでシェア拡大を目指すとともに、国

内のみに集約してきた従来の生産体制の見直しも含めた徹底的なコスト構造の改革に取り組むこ

とにより、収益性の改善に邁進していますが、平成 23 年 3 月期通期連結業績については、直近の

受注状況など現時点において当社グループが把握する情報に基づき、上記のとおり予測し、開示し

ます。なお、連結業績予想に用いた為替の想定換算レートは、80 円／米ドルです。 
 

※本資料に記載されている業績見通しなどの将来に関する記述は、当社グループが現在入手してい

る情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績などは、今後の様々

な要因によって異なる可能性があります。 
以  上 


